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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Sensoreinheit mit Haltebugel 

(§7) Die Erfindung betrifft eine Sensoreinheit mit einem ein 
Gehauseteil 12 aufweisenden Sensor 10 und mit einer die 
Sensorsignale verarbeitenden Elektronikplatine 26, wobei 
diese mit dem Gehauseteil 12 des Sensors 10 uber ein 
Halteteil elektrisch leitend verbunden ist. Hierdurch ist zum 
einen die Fertigung der Sensoreinheit erleichtert und zum 
anderen wird eine sichere und optimale elektromagnetische 
Vertraglichkeit durch gute Masseverbindung erreicht. 
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Beschreibung 
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Die Erfindung betrifft eine Sensoreinheit mit einem 
ein Gehauseteil aufweisenden Sensor und mit einer die 
Sensorsignale verarbettenden Elektronikplatine. 

Dahingehende Sensoreinheiten dienen unter ande- 
rem als Druck- und TemperaturmeBuraformer. Bei den 
bisher bekannten Sensoreinheiten wurden die Anschlus- 
se des eigentlichen Sensors an die Elektronikplatine an- 
geschlossen, diese Einheit mit einem Gehausemantel 
umgeben und anschlieBend mit einer geeigneten Ver- 
guBmasse versehen. Diese VerguBmasse bewirkt zwar 
eine Dampfung der angesprochenen Einheit gegen 
Schock und Vibration, die Handhabbarkeit dieser be- 
kannten Ldsung im FertigungsprozeB ist jedoch bei 
weitem nicht optimal Im Qbrigen muB durch eine auf- 
wendige separate Verbindung zwischen Elektronik und 
Geh&use ein Massebezug der Entstdrbauelemente er- 
reicht werden, wenn gute EMV-Eigenschaften erreicht 
werden sollen. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, die bekannten Senso- 
reinheiten dahingehend zu verbessern, daB sie zum ei- 
nen in der Fertigung leichter handhabbar sind und zum 
anderen die elektromagnetische Vertraglichkeit sicher 
und optimal durch gute Masseverbindung erreicht wiri 
Eine dahingehende Aufgabe Idst eine Sensoreinheit mit 
den Merkmalen des Anspruches 1. 

Dadurch, daB gemaB dem kennzeichnenden Teil des 
Anspruches 1 die Elektronikplatine mit dem Gehause- 
teii des Sensors Qber ein Halteteil verbunden ist, ist eine 
sichere mechanische Verbindung der Elektronikplatine 
mit dem Sensorteil geschaffen. Dank dieser Verbindung 
ist das Handling im Fertigungsablauf vereinfacht, denn 
die beiden Teile nehmen eine genau definierte Lage 
zueinander ein, was der Vollautomatisierung der Ferti- 
gung zugute kommt Durch die feste mechanische Ver- 
bindung ist die empfindliche Elektronikplatine durch die 
derart gegebene resistente Kopplung gegen extreme 
Vibrationen und Schockbelastungen geschutzt 

Dadurch, daB ferner gemaB dem kennzeichnenden 
Teil des Anspruches 1 das Halteteil elektrisch leitend ist, 
laBt sich das Gehausepotential des Sensors elektrisch 
mit den Entstorbauelementen der Platine und mit dem 
SchirmanschluB der Steckverbindung der Sensoreinheit 
sicher verbinden. Aufgrund dieser hergestellten elektri- 
schen Verbindung zwischen Sensorgehause und Elek- 
tronik sind auch extreme Anforderungen an die EMV- 
Sicherheit von elektronischen Geraten, insbesondere in 
Form der Sensoren, erfullt 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der erfin- 
dungsgemaBen Sensoreinheit ist das Halteteil aus einem 
HaltebQgel gebildet, der zwei diametral einander gegen- 
iiberliegende Haltearme aufweist, die fur einen Eingriff 
der Elektronikplatine jeweils mit einer Schlitzfiihrung 
versehen sind. Das dahingehende Halteteil ist kosten- 
gunstig herstellbar und bildet eine fQr das Montage- 
handling sehr steife Verbindung von Sensor zur Elek- 
tronikplatine aus. Die Haltearme des HaltebQgels verfu- 
gen uber Federeigenschaften, die eine gute Dampfung 
gegen Schock und Vibration bewirken. 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der 
erfindungsgemaBen Sensoreinheit ist mindestens einer 
der beiden Haltearme mit einer Kontaktfahne versehen, 
die mittels einer Nietverbindung, vorzugsweise in Form 
eines Kunststoffnietes, mit der Elektronikplatine ver- 
bunden ist. Die Warmeabfuhrung der Verlustleistung 
eines Abgangstransistors auf der Elektronikplatine laBt 



sich aber die Koppelflache in Form der Kontaktfahne 
des HaltebQgels, vorzugsweise durch die am Transistor 
fixierte Nietverbindung, in optimaler Weise erreichen. 
Diese Warraeabfuhr erlaubt die Ausgangsstufe der Sen- 
5 sorelektronik, in der Verlustleistungen von 0,5 bis 1 W 
entstehen, entsprechend zu kuhlen. Bei den heutigen 
elektronischen Bauelementen ist es zwar moglich, der- 
artige Verlusdeistungen unter Einbeziehung der Platin- 
enflache ohne Zusatzkuhlung zu betreibea Dies hat 

io aber eine deutliche Aufheizung der Platine zur Folge 
und diese Erwarmung fQhrt zu einer Beeinflussung der . 
elektronischen Verstarkerschaltung. Es entstehen da- 
durch Temperaturdriften im Hinblick auf den Nullpunkt 
und die MeBspanne in relevantem Umfang, jeweils in 

15 Abhangigkeit der Endstufenverlustleistung. Die erfin- 
dungsgemaB vorgesehene Warmeabfuhr uber den Hal- 
tebugel stellt eine geeignete Kuhlung dar und vermeidet 
diesen Effekt 
Eine vorteilhafte MaBnahme zur Qualitatsverbesse- 

20 rung von Sensoren im Punkt Temperaturdrift von Null- 
punkt und Sparine stellt die sog. akttve Kompensation 
dar. Hierzu wird mit einem temperaturempfindlichen 
Bauelement auf der Elektronikplatine oder dem Sensor 
direkt eine Erfassung der Temperatur durchgefiihrt In 

25 Abhangigkeit von diesem Signal werden dann schal- 
tungstechnische Korrekturen der AusgangsgroBen der 
Sensorelektronik zur Minimierung des Temperaturef- 
fektes durchgefiihrt Auch hierbei ist bei der Plazierung 
des Temperatursensorelementes auf der Elektronikpla- 

30 tine eine moglichst gute thermische Kopplung dieses 
Sensorenelementes zum eigentlichen Sensor anzustre- 
ben, da im wesentlichen eine Kompensation des Sensor- 
elementes herbeigefuhrt werden soil und erst in zweiter 
Unie eine Kompensation der Signalelektronik ange- 

35 strebt wird Diese Warmekopplung Sensor-Tempera- 
turkompensationszweig wird durch den erfindungsge- 
, maBen HaltebQgel ebenf ails in optimaler Weise erfullt. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform 
der erfindungsgemaBen Sensoreinheit stehen die beiden 

40 Haltearme uber eine ringformige Verbindungsplatte 
miteinander in Verbindung, die vorzugsweise uber eine 
BuckelschweiBung mit dem Gehauseteil des Sensors 
verbindbar ist Diese Art der SchweiBung ist automati- 
sierbar, mithin wirtschaftlich und ergibt gute HF-Eigen- 

45 schaften. 

Weitere Ausgestaltungen sind Gegenstand der Un- 
teranspruche. 

Im folgenden ist die erfindungsgemaBe Sensoreinheit 
anhand der Zeichnung naher erlautert 
so Eszeigen: 

Fig. 1 und 2 die Qber das Halteteil mit dem Sensorge- 
hause verbundene Elektronikplatine in Front- bzw. in 
Seitenansicht; 
Fig. 3 bis 3c eine Front-, Seiten- und Draufsicht sowie 
55 ein Detail gemaB dem Schnitt langs der Unie III-III in 
Fig. 3b des Halteteiles; 

Fig. 4 eine zu einem DruckmeBumformer zusammen- 
gesetzte Sensoreinheit 
Wie insbesondere die Fig. 1 und 2 zeigen, weist die 
eo Sensoreinheit einen Sensor 40 auf, der von einem Ge- 
hauseteil 12 umgeben ist Das Gehauseteil 12 verfugt 
uber einen MeBzapfen 14 mit einem AuQengewinde 16 
und laBt sich mithin per Hand oder mit einem Schrau- 
benschlussel, der an den Sechskantflachen 18 angreift, in 
65 eine MeBstelle (nicht dargestellt) einschrauben. Der 
\ Sensor 10 weist ferner ein Sensorelement 20 mit vier 
AnschluBleitungen 22 auf, die uber Litzen 24 angeldtet 
mit einer Elektronikplatine 26 elektrisch leitend verbun- 
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den sind. 

Zwischen dem Geh&useteil 12 des Sensors 10 und der 
Elektronikplatine 26 ist ein Halteteil in Form eines Hal- 
tebugels 28 aus elektrisch leitfahigem Material, insbe- 
sondere aus dunnem Messingblech, angeordnet. Wie 5 
insbesondere die Fig. 3 bis 3b zeigen, weist der Haltebu- 
gel 28 zwei diametral einander gegeniiberliegende Hal- 
tearme 30 auf, die fiir einen Eingriff der Elektronikplati- 
ne 26 jeweils mit einer Schlitzfuhrung 32 an ihrem freien 
Ende versehen sind. Wie insbesondere die Fig, I und 2 10 
zeigen, greift die Platine 26 in die jeweilige Schlitzfuh- 
rung 32 randseitig ein und wird dort uber eine Weichlo- 
tung mit dem Halteteil fest verbunden. 

Der in der Fig. 3 gezeigte rechte Haltearm 30 ist mit 
einer plattenformigen Kontaktfahne 34 versehen, die 15 
mittels einer Nietverbindung in Form eines Kunststoff- 
nietes 36 (s. Fig. 1 und 2) mit der Elektronikplatine 26 
verbunden ist 

Die beiden Haltearme 30 stehen fiber eine ringformi- 
ge Verbindungsplatte 38 miteinander in Verbindung, 20 
wobei die Verbindungsplatte 38 eine kreisformige Mit* 
tenausnehmung 40 fiir den Durchgriff des Sensoran- 
schlusses 20 aufweist Auf der Unterseite weist die Ver- 
bindungsplatte 38 vier einander diametral gegenuberlie- 
gende, nach unten hin vorstehende noppenartige Buckel 25 
42 auf, die, wie dies insbesondere die Fig. 3c zeigt durch 
einen Prage- oder Driickvorgang aus der Verbindungs- 
platte 38 geformt sind Ober einen SchweiBvorgang an 
der Stelle dieser Buckel- 42 erfolgt die Verbindung des 
Haltebugels 28 mit der Oberseite das Sensor-Gehause- 30 
teiles 12. Der Einfachheit halber sind diese Buckel in den 
Fig. 1, 2 und 4 nicht gezeigt 

Wie die Fig. 4 zeigt, ist das Gehauseteil 12 des Sen- 
sors 10 mit einem zylindrischen Gehausemantel 44 ver- . 
bunden, der die Elektronikplatine 26 umgibt, wobei der 35 
zwischen Gehausemantel 44 und Elektronikplatine 26 
verbleibende Hohlraum 46 mit einer Verguflmasse 48 
ausgegossen ist, die am freien Ende der Elektronikplati- 
ne 26 biindig mit dieser abschlieBt. Die Sensoreinheit 
bildet einen als Ganzes mit 50 bezeichneten DruckmeB- 40 
umformer in Diinnfilm-Technologie aus, der zur Erfas- 
sung von Driicken auf den Gebieten der Hydraulik und 
Pneumatik einsetzbar ist Ober einen AnschluB 52 lassen 
sich die mittels der Elektronikplatine 26 verarbeitenden 
Signale uber Leitungen 54, die mit der Platine 26 ver- 45 
bunden sind (Fig. 1 und 2), zur einer zentralen MeBwert- 
erfassungsstelle (nicht dargestellt) weiterleiten. 

Durch die erfindungsgemaBe Konstruktion des Hal- 
tebugels 28 mit zwei Haltearmen 30 laBt sich die War- 
meabfiihrung auf einem Schenkel des Haltebugels 50 
durchfiihren, wobei uber den zweiten Schenkel 30 eine 
optimale Warmekopplung der Sensortemperatur zum 
Temperaturfiihler der Kompensationsschaltung erziel- 
bar ist 

55 

Patentanspruche 

1. Sensoreinheit mit einem ein Gehauseteil (12) auf- 
weisenden Sensor (10) und mit einer die Sensorsi- 
gnale verarbeitenden Elektronikplatine (26), da- 60 
durch gekennzeichnet, daB die Elektronikplatine 
(26) mit dem Gehauseteil (12) des Sensors (10) uber 
ein Halteteil elektrisch leitend verbunden ist 

2. Sensoreinheit nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Halteteil aus einem Haltebiigel 65 
(28) gebildet ist, der zwei diametral einander gegen- 
uberliegende Haltearme (30) aufweist die fur einen 
Eingriff der Elektronikplatine (26) jeweils mit einer 
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Schlitzfuhrung (32) versehen sind. 

3. Sensoreinheit nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Haltearme (30) mit der Elektro- 
nikplatine (26) mittels einer Weichlotung verbun- 
den sind 

4. Sensoreinheit nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet daB mindestens einer der beiden 
Haltearme (30) mit einer Kontaktfahne (34) verse- 
hen ist die mittels einer Nietverbindung, vorzugs- 
weise in Form eines Kunststoffnietes (36), mit der 
Elektronikplatine (26) verbunden ist 

5. Sensoreinheit nach einem der Anspriiche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet daB die beiden Haltearme 
(30) iiber eine ringformige Verbindungsplatte (38) 
miteinander in Verbindung stehen, die vorzugswei* 
se uber eine BuckelschweiBung mit dem Gehause- 
teil (12) des Sensors (10) verbindbar ist 

6. Sensoreinheit nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die Verbindungsplatte (38) eine Mit- 
tenausnehmung (40) fur den Durchgriff des Sensor- 
anschlusses (20) aufweist 

7. Sensor nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet daB das Halteteil als Stanz- 
oder Formteil aus dunnem Blech, vorzugsweise 
Messingblech, hergestellt ist das uber eine gute 
Warmeleitf ahigkeit verfiigt 

8. Sensoreinheit nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Gehauseteil (12) 
des Sensors (10) mit einem Gehausemantel (44), der 
die Elektronikplatine (26) umgibt, verbunden ist 
und daB der zwischen Gehausemantel (44) und 
Elektronikplatine (26) verbleibende Hohlraum (46) 
zumindest teilweise mit einer VerguBmasse (48) 
ausgegossen ist 

9. Sensoreinheit nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB diese als DruckmeB- 
umformer (50) in Diinnfilm-Technologie auf dem 
Gebiet der Hydraulik und Pneumatik einsetzbar ist 
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The invention relates to a sensor unit having a sensor (10) exhibiting a housing part 12 and having an 
electronic board 26 processing the sensor signals, the latter being electrically conductively connected to 
the housing part 12 of the sensor 10 via a holding part. This facilitates the production of the sensor unit, 
on the one hand, and, on the other hand, a reliable and optimum electromagnetic compatibility is 


achieved by a good earth connection. ^ 
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